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~(57)~ Abstract^ The invention 
relates to an electronics housing 
(1) with a circuit board (4) in 
the interior (2) of the electronics 
housing (1), fitted with electronics 
components (5, 6) on at least one 
first surface, said first surface 
facing a first wall (3) of the 
electronics housing and the 
interior is filled with a thermally 
conducting sealing mass (10), 
at least between the first surface 
of the circuit boaid (4) and the 
first wall (3). According to the 
invention, local overheating on 
the external housing surfaces may 
be avoided whereby a planar heat 
dissi pater (7) is arranged in the 
sealing mass, between the circuit 
board and the first wall, which has 
a higher specific heat conductivity 
than the sealing mass, whereby 
inhomogeneous temperature 
distributions along the surfaces of 
the first wall are reduced. 



(57) Zusammenfassung: Bin 

Elektronikgehause 1 mit einer Leiterplatte 4 in dem Innenraum 2 des Elektronikgehauses 1, welche zumindest auf einer ersten 
OberflSche mit elektronischen Bauteilen 5, 6 bestuckt ist, wobei die erste OberflSche einer ersten Wand 3 des Elektronikgehauses 
zugewandt und der Innenraum zumindest zwischen der ersten Oberflache der Leiterplatte 4 und der ersten Wand 3 mit einer 
wMrmeleitenden VerguBmasse 10 gefullt ist; umfaBt zur Vermeidung von lokalen Oberhitzungen an der auBeren Gehauseoberflache 
in der VerguBmasse zwischen der Leiterplatte und der ersten Wand einen flachigen Warmeverteiler 7, der eine groBere spezifische 
Warmeleitfahigkeit aufweist als die VerguBmasse, wodurch inhomogene Temperaturverteilungen entlang der Flache der ersten 
Wand 
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